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소면공정 

7. 운전작업 및 관리 

7.2 운전 관리 

(4) 기타 기초자료 

1) 후크 섬유에 관하여  

a) 후크 섬유의 실의 질 

카드 슬라이버에 후크 섬유가 함유되어 이것이 코머에서 낙물이나 정방사

의 실끊김 및 실의 질에 영향을 주는 것은 모두 다 아는 사실이다. 카드 슬

라이버에 함유된 후크 섬유는 후단 후크가 많아 정방기의 드래프트 영역에

는 후단 후크의 상태로 공급되도록 카드와 정방간의 공정수를 홀수로 설정

해야 한다. 

b) 후크 섬유 형성에 영향을 미치는 요인 ; 테이커인 속도와 카드 웹의 도

핑방법은 후크 섬유의 형성 패턴에 영향을 주지 않는다. 실린더와 도퍼의 속

도 및 슬라이버 중량이 주된 요인이다. 이것들의 원인은 또 실린더에 걸리는 

하중이나 실린더에서 도퍼로의 섬유 이행율에도 영향을 미친다. 

① 실린더와 도퍼의 속도비가 증대하면 후단 후크가 증대하고 선단 후크

가 감소된다. 

② 실린더와 도퍼의 속도비를 일정히 하고 방출 슬라이버 중량을 가볍게

면 후단후크가 감소하고 선단 후크가 증대한다. 그리고 섬유의 도퍼내의 이

행율이 좋게 되고 방출사의 결점이 적어져 실의 균제도도 향상된다. 



③ 카드 생산량이 증대하면 다른 조건에 따라 후단 후크가 증감된다.(예 ; 

도퍼 속도를 일정하게 하고 방출 슬라이버 중량을 무겁게 하면 후단 후크가 

증대한다.) 

④ 카드 생산량에는 관계없이 도퍼속도를 올리고 슬라이버 중량을 가볍게 

하면 후단 후크가 줄어지고 선단 후크가 늘어난다. 

⑤ 카드 웹에서 선단 후크가 늘어나면 실의 결점이 늘어난다. 

⑥ 카드 웹 가운데 넵과 선단 후크와의 사이에는 슬라이버 중량, 카딩

(carding) 조건의 여하에 구애되지 않고 밀접한 관계가 있다. 

 

<표 7-9> 슬라이버중의 후크 상태 

Morton씨 
공  정 

전단후크 후단후크 양단후크 후크없음 기  타 

 카드 슬라이버 

 제1연조 슬라이버 

 제2연조 슬라이버 

 제3연조 슬라이버 

 슬라이버 랩 

 리본 랩 

 코머 슬라이버 

 제1연조 슬라이버  

 제2연조 슬라이버 

 제3연조 슬라이버 

10 

30 

10 

21 

37 

11 

5 

5 

5 

8 

42 

4 

25 

3 

10 

25 

2 

3 

2 

1 

8 

2 

1 

1 

7 

5 

0 

0 

0 

0 

25 

43 

49 

58 

52 

52 

90 

89 

88 

87 

15 

21 

15 

17 

14 

7 

4 

5 

5 

4 

주) 1. 공정을 지남에 따라 후크 섬유는 줄어든다. 

2. 드래프트(더블링수)가 많을수록 후크의 감소 분포가 현저하다. 

3. 정방에는 후단 후크가 많게 공정배열을 하여 줄 것. 

 

또한 후크 섬유의 측정에는 절단법(cutting catio)으로 불리우는 방법이나 형

광염료로 염색한 섬유를 트레셔 섬유라 하여 쓰이는 방법이 있다. 

 



2) 카드의 고생산화의 섬유의 손상 

카드의 고속화에 의한 섬유의 손상에 대해서는 여러가지 의견이 있다. 섬

유의 절단은 섬유의 종류 특성(섬유장, 섬도등) 방출조건 카드의 기구 및 

MCC 등에 따라 다른 결과를 일으키므로 한가지로 단정하기는 어려우나 면 

20s~40s, 폴리에스터에 있어서는 고속화에 의한 영향은 적은듯 하다. 그러나 

소면 작용을 받은 섬유는 약간 절단되고 그 반면 카딩 작용에 의한 섬유는 

늘어난다. 실제에는 이 절단과 신장이 어느정도 상쇄되어 결과로 나타난다. 

이 여러점에 있어서는 금후 일층 긴밀한 검토를 요한다. 섬유장 섬도 등에  

따라 차이가 있으나 실린더 회전수는 400rpm 정도까지 생각된다. 실린더의 

회전수는 카드의 기구상에서도 제한된다. 고속화에 의한 섬유손상에 대한 영

향을 돌 수 있는 대로 적게 하기 위해서는 다음 여러가지 점을 개량할 필요

가 있다. 

① 실린더와 도퍼에의 이행율을 크게 한다. 

② 실린더와 도퍼간의 소면작용을 완화한다. 

③ 테이커인 주위의 작용을 완화한다.(공급 롤러의 MCC화등) 

한편 면, 세번수 레이온, 아크릴 등 섬유장이 길고 손상이 쉬운 섬유의 고

속화는 이것 때문에 곤란한 것이다. 섬유의 손상 측정, 판정방법에 있어서의 

한 예를 들면 급면 랩과 소면 작용을 받은 방출 슬라이버 및 낙면에 있어서 

다음 사항에 관해 측정 조사한다. 

① 평균 섬유장의 변화(섬유장의 감소 분포) 

② 스테이플 다이어그램의 비교 

③ 단섬유 함유율의 비교 

①, ②, ③ 어느것이든 피브로 그래프, 스테이플 그래프 및 더블 소터 등의

섬유장 측정기를 사용하지만 그 성능에 맞게 자료를 얻는 것이 중요하다. 



3) 방출번수와 주요부 회전수 속도 방출중량 

 

<표 7-10> 방출번수와 주된 표준 조업 조건 기준예 

주요회전수(rpm) 

기  종 방출번수 
테이커인 실린더 

플래트 

(mm/min0
도 퍼 

방출정량

(gr/6yds)

보통소면기 태  사 

중  사 

세  사 

화섬사 

400~600

400~600

400~600

350~450

180~220

180~220

180~220

180~220

50~100 

50~100 

50~100 

25~50 

10~14 

10~14 

8~12 

8~12 

350~400

300~350

250~300

300~360

고속소면기 태  사 

중  사 

세  사 

화섬사 

850~1,000

850~1,000

850~1,000

450~650

310~400

310~400

250~300

250~300

75~150 

75~150 

75~150 

25~50 

25~30 

20~25 

15~20 

20~30 

350~400

300~350

250~300

350~400

 

4) MCC의 수명과 마침주기 

카드의 고생산화에 있어 먼저 문제가 되는 것은 MCC의 수명과 마침주기

이다. 이 고속카드용 MCC의 개발이 최근 각 침포 메이커에서 여러가지로 

진행되고 있다. 

M.C.C의 수명을 결정하는 요소로서 다음 항목을 열거할 수 있다. 

a) 통과 섬유량(1시간당 방출량×운전시간) 

b) 소면력(carding력 ; 실린더 회전수, 섬유의 종류, 유제 등. 

c) M.C.C의 내마모성 ; 재료 열처리 방법, 톱날의 형상 등. 

d) 섬유에 의한 마모도 ; 섬유의 종류, 특히 산화티타늄의 영향은 크다. 

e) 이행율 ; 섬유의 종류 방출조건의 M.C.C 규격 등 

f) 사고에 의한 손상 ; 웹 말려 들어감, 끊어짐, 이물질 혼입 등. 

g) 방출번수 변경 ; 섬유의 종류, 방출조건 등. 

최근 시판되고 있는 고속 카드용 M.C.C의 수명과 마침주기 기준의 일례를 



아래에 기록한다.(이것은 종래의 보통 카드용의 M.C.C 비하여 약 2배의 카본

량을 가진 경도로 HV 850~900의 것을 기준으로 한 것이다. 

 

 

<그림 7-3> Fibrograph와 Double Sorter 

 

<표 7-11> MCC의 수명 기준예(화섬은 덜(Dull)계 산화티타늄 함유) 

섬  유 와 이 어 통과 섬유량(t) 생산량 25kg/H일 

때의 수명시간 

내 용 년 수 

(하기계산방법) 

실린더용 300~500 12,000~20,000 1.2~2.8 
면 

테이커인 150~200 5,000~8,000 0.8~1.1 

실 린 더 170~200 6,800~12,000 0.9~1.7 
화 섬 

테이커인 110~130 4,400~6,800 0.6~0.9 

(실린더의 사용 가능한 마침량은 0.2mm까지) 

 



<표 7-12> 실린더 MCC 마침주기 기준예 

섬 유 통과섬유량(t) 마침주기(H) 마침주기(월) 

면 

화  섬 

30~40 

20~30 

1,200~1,600 

800~1,200 

2.0~2.9 

1.3~2.0 

주) 내용년수의 계산은 

25kg/h×24h/日×25日/月 15t/月 

15t/月×12=180t/년 

내마모성 재료사용(M.C.C의 경도 HV850~900) 

 

5) 정전기에 대하여 

두 종류의 물질을 서로 마찰했을 때 발생하는 정전기는 그 마찰에 의한 

전자 혹은 이온이 두 물체간에 이동하기 때문에 일어나는 것이다.(마찰대전)

이 대전량은 마찰시키는 면적에 비례하여 증대한다. 

a) 각종섬유의 정전대전 

 

<표 7-13> 

합성고무와의 마찰에 의한 실측 정전압 순위 

종  류 volt 

합성량에 의한 

예상순위 

정전압순위에 

의한 예상순위 

면 

비스코스 

양모 

아세테이트 

견 

아크릴 

폴리에스터 

나일론 

50 

100 

350 

550 

850 

900 

1,025 

1,050 

양모 

견 

비스코스 

면 

아세테이트 

나일론 

아크릴 

에스텔 

아크릴 

에스텔 

아세테이트 

면 

비스코스 

견 

양모 

나일론 

주) 대전전압에 영향을 미치는 것으로 섬유의 함수성 순위, 정전 순위를 아울러 기록하였다. 

 

b) 정전기 측정법 

정전기 측정법은 여러가지 있으나 예를 들면 휴대식의 집전식 전위측정기



나 STATIRONM(STATIC-V-METER)의 경우는 측정 단자와 측정 대상물과의 

간격와 혹은 거리를 유지하여 스위치를 넣으면 계기상의 눈금판에서 간단하

게 그 수치를 읽을 수 있도록 되어 있다.  

c) 정전기의 발생과 대책 

정전기는 두 물질의 마찰에 의해 발생하지만 카드에서의 발생 원인도 실

내의 온습도, 원료의 수분, 유제(특히 합섬일 때) 등을 들 수 있다. 따라서 방

출에 있어서는 이것들의 조건이 적당한가 아닌가 충분히 검토할 필요가 있

다. 또 정전기의 장해를 적게 하기 위해서는 침포 감기 전의 롤러나 플래트

바 표면에 대전방지도료를 칠하든가, 이온화 장치 등을 사용 관계습도를 높

이는 방법 등을 생각할 수 있다. 정전기가 발생하여 방출상태가 나쁠 때는 

재빠르게 그 원인을 규명하여 적절함 조치를 취하는 것이 중요하다. 

6) 이행률의 측정 

실린더에서 도퍼로 섬유의 이행분포(이행상태)를 일반적으로 이행률이라 

칭하고 있고 카드에서의 소면작용을 알 수 있는 하나의 척도로 되어 있다. 

보통 침포를 사용했을 때 이행률은 5%정도로 즉 실린더가 20회전하여 도퍼

로 이행하는 셈이다. 현재 메터릭 와이어를 사용하게 되어 이행률은 10%정

도 이상으로 되었다. 이 때문에 실린더 위의 섬유밀도는 적게 되어 개섬작용

에 효과가 있다. 

a) 이행률 

이행률은 다음과 같이하여 구한다. 

Zo=랩 공급을 정지한 후 실린더 n회전때 나오는 슬라이버 실린더 1회전에 

대한 중량 

Zo=AP=(1-q) 

Z1=(Aq)P=Aq(1-q) 



:   :          Zn/Zo=qn 

Zn=1/10Zo로 하면 

Logq=-1/n 

(∵nlogq=log(1/10)=-1 

 

 
정상상태 

Z0=AP 

P=이행률 

P=잔유율 

<그림 7-4> 

 

랩 공급 정지 후의 슬라이버 중량이 정상상태의 1/10의 중량으로 되는 사

이에 실린더가 n회전하는 셈으로 이 수치가 구해지면 잔유율 q, 이행률 

P=(1-q)가 계산된다. 

b) 실측방법 

① 정상상태에 있어서 실린더 1회전에 대한 슬라이버의 길이를 구한다. 

(정확히 1분간의 회전수로 나눈다.) 

② 랩 공급을 중지하고 슬라이버가 늘어나지 않도록 기계 위에 반듯하게 

놓는다. 

③ 슬라이버를 단위길이(10cm)마다 절단하여 각 중량을 정밀한 저울로 계



량한다. 

④ 이 값을 편대수(片對數) 그래프에 점을 찍어 그 점을 직선으로 이어 종

축에 슬라이버 단위길이의 중량, 횡축에 실린더 회전수의 대용으로 슬라이버

의 길이를 취한다. 

⑤ 이 감쇄직선에서 슬라이버의 단위중량이 1/10로 될 때까지의 슬라이버 

길이를 구한다. 

⑥ 이 값을 ①에서 구한 실린더 1회전당의 슬라이버 길이로 나누어 n을 

구한다. 

⑦ logq=-1/n에서 상용대수표로 구한 q가 잔유율이다. 

⑧ P=1-q에서 이행률이 구해진다. 

 

 

<그림 7-5> 

 

(예) 실린더 회전수 ; 175rpm 

logq = -1/n(잔유율) 

슬라이버 방출속도 ; 22.4m/min 

P=1-q(이행률) 

실린더 1회전 당의 슬라이버의 길이 12.8cm 

logq=-1/8.75=-0.1143=1.8857 



∴q=0.7686(상용대수표로 구함) 

이행율 P=1-0.7686=0.2314≒23% 

7) 각종 섬유의 고속 카드에서의 생산한계 

 

<표 7-14> 각종 섬유의 고속카드의 생산한계 

 
(Jame Hunter machine Co. 자료에 의함) 

 

<표 7-15> 화섬에 대한 카드의 조정(단위 1/1,000in) 

 

 



<표 7-16> 화섬방출시 주요부 게이지(단위 1/1,000″) 

 

<표 7-17> 프리 오프너 롤러 붙은 화섬용 카드 주요부 게이지 

(단위 1/1,000″) 

 

 
주) 1. 조건 섬유장은 1 1/2″~1 9/16″를 기준, 도퍼 실린더는 MCC, 모트 나이프는 제거 

2. 프리 오프너 롤러는 하이칩 스테이플의 원료일 때 특히 유효. 그래뉴어 카드에는 

다소 게이지가 틀림. 최초는 0.017in로 하고 필요에 따라 변경한다.(Text. World, 1970

에서) 

 


